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l国意法推动智慧生活聚焦三大领域
ID TI全新1 6节锂离子电池监视器助力电动汽车发展
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技术前沿

Pa¨adium Z 1开创数据中心级硬件仿

真加速新时代

Palladium Z1是Cadence公司Pa|Iadium xP系列

的后继产品，同时也是业内第一个数据中心级硬

件仿真加速器。它将最顶尖的硬件仿真加速和电

路仿真融合在一个平台内，系统密度远超过上一

代平台达8倍，仿真处理能力更是提高近5倍。新

增的多种新特性让PaIIadium Z1成为日趋复杂的

系统级芯片以及智能设备设计验证的不二之选。

@罗姆推出首款600V高耐压变频风扇电机驱动器
O适合空间受限应用的低功耗精密数据采集信号链
囝使用刖tera 3D系统级封装技术实现下一代平台
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·汽车显示器产值202 1年将达1 86亿美元

在车联网与车载信息娱乐应用风潮的驱动下，全球

汽车显示器总体产值可望由20 1 5年的90多亿美元，

大幅攀升至2021年的186亿美元，增长一倍之多，

其中，中控屏幕占近半比重，而抬头显示器fHuD)

产值增长最为强劲，201 5～2021年的年复合增长率

(CAGR)高达21％。
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20 1 6年：行业大腕一致看好汽车及

物联网市场

对于半导体行业而言，20 1 5年是极不平凡的一

年，也是半导体企业日子过得比较艰难的一年。

然而，从我们采访的十余家在业内颇具影响力的

企业高管反馈的信息来看，他们依然对20 1 6年

的半导体行业抱持很高的期望，其中，汽车、

物联网、工业被认为是最有发展机会的领域。

9 201 6年既有挑战又满是希望

囝美光：NVDIMM技术为新型存储解决方案铺
平道路

9 Inte rs．I：创新电源产品产量开始攀升

9关键性高增长技术授权助力中国企业跨越式
成长

@电子分销行业逐渐从向全方位资源中心转变
@影响连接性设计的四大行业发展趋势
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制造与测试

“新常态”下的中国制造业

随着中国经济增速的放缓以及结构调整的不断深入，中国市

场需求也发生了显著变化：需求总量明显减少，需求结构加

速升级的市场新特征日益明显，经济下行压力不断加大。全

国GDP增度开始稳定在7％左右，并进入“新常态”模式中。

回顾中国近30年的制造业，产品同质化，产能过剩(低端过

剩，高端缺乏)技术创新严重不足等弊端显而易见。在新常

态下制造业如何走创新立企、创新转型、创新升级，这是中

国制造业面临的首要问题。

工程师博客

微博览

调查称半数人认为智能手机将在5年内消失。瑞典爱立

信公司对40个国家的1 O万名消费者进行了调查，其中一

半的人认为“智能手机将成为历史，而这将在五年内发

生。”替代智能手机的将是人工智能(AI)，后者将“便人

们无需智能手机屏幕即可与物体互动。”
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几蕾，
·使用Alfera 3D系统级封装技术实现下一代平台

下一代平台对带宽、灵活性和功能的要求越来越

高，同时还有降低功耗指标，减小引脚布局的

要求。异构3D SiP技术支持多种组件的封装内集

成，例如，模拟、存储器、ASIC、CPU等。它还

在同一个封装中集成了来自不同工艺节点的收发

器管芯或者收发器块。这一独特的解决方案解决

了所有这些挑战。
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